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蓄势与跃升：“十五五”规划下功率半导体的发展回顾
与展望 

文/张行行 房思旗 

摘要 

2025 年，我国功率半导体产业已实现由规模积累向能力蓄积的关键跨越，国产替代

进程纵深推进，第三代半导体取得实质性突破，AI 数据中心为产业开辟了新的增长空

间。进入“十五五”期间，相关规划为产业能级跃升提供了系统性政策支撑，以“超常

规措施”强化集成电路关键核心技术攻关，从研发投入规模、税收政策激励、金融支持

三个维度支持产业发展。预计未来，在新型电力系统建设、新能源汽车普及、人工智能

算力基础设施提速等多重需求驱动下，依托第三代半导体规模化量产与技术迭代能力的

持续增强，中国功率半导体有望实现由“国产替代”向“技术引领”的关键跃升。 

正文 

一、 2025 年功率半导体行业整体态势 

2025 年，功率半导体赛道迎来高质量升级，高端产品供需格局、技术迭代水平、高

端市场替代节奏、产业链生态建设均实现显著优化。根据 Omdia 对功率半导体市场情况

的追踪，2025 年功率半导体销售额主要来源于 IGBT 和 Si MOSFET，氮化镓市场体量较

小但保持高速增长，同时中国国产功率半导体国产化比例同比提升。 

从供给端来看，2025 年是国内功率半导体技术迭代的关键之年，行业整体完成结构

性优化，第三代半导体（宽禁带半导体产品，包括碳化硅、氮化镓）市场规模同比增长

28.6%，增长至约 227 亿元1。碳化硅方面，2025 年迎来八英寸碳化硅元年，多家半导体

公司产线建设取得进展，如厦门士兰集宏半导体有限公司规划产能 3.5 万片/月的八英

寸碳化硅产线已进入试生产阶段，为国内目前产能最大的八英寸碳化硅产线；安意法半

导体有限公司车规级八英寸碳化硅产线进入风险量产阶段；芯联集成电路制造股份有限

公司八英寸碳化硅 MOSFET 产线实现量产。氮化镓方面，2025 年行业内也逐渐由技术试

验转为规模量产，此前英飞凌首批 300mm 氮化镓产品计划于 2025 年 Q4 交付，根据 YOLE

发布的《Power GaN2025》,预计 2024 至 2030 年期间氮化镓市场规模复合增长率将达到

42%，2030 年市场规模将达到 29 亿美元。 

从需求端来看，新能源汽车市场仍然是最大应用市场，并在 2025 年延续增长趋势，

2025 年我国新能源汽车产量完成 1,663 万辆，同比增长 29%，销量 1,649 万辆，同比增
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长 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%；同时，新能源汽车销量

的增长带动充电桩数量提升，根据国家能源局统计数据，截至 2025 年末，我国电动汽

车充电桩设施数量突破 2千万大关，已形成全球最大电动汽车充电网络，新能源汽车的

持续渗透及其带来的充电桩等配套基础设施的加速建设，为功率半导体带来巨大的市场

需求。电力行业绿色低碳转型继续推进，2025 年末光伏装机容量增长至 12 亿千瓦，增

速 35%，新型储能装机规模 1.36 亿千瓦，增速 84%，光伏、储能产业的迅速扩张为功率

半导体行业带来了稳定增量。此外，AI 数据中心正成为新的增长引擎，2025 年 AI 数据

中心对功率半导体需求增速迅猛，英伟达于 2025 年 10 月发布名为《Building the 800 

VDC Ecosystem for Efficient, Scalable AI Factories》的文章，提出若要实现更高

的 AI 性能，更多的 GPU 将被封装进更小的物理空间，功率需求将进一步提升，因此其

构建了 800VDC 的新一代 AI 工厂配电系统，以实现所有交流到直流的转换，对于功率半

导体供应商而言，800V 架构带来的技术需求是全方位的，碳化硅和氮化镓凭借其在高压、

高频、高温下的优越性能，几乎成为该架构的必要选择，AI 数据中心将继新能源汽车之

后，成为功率半导体领域最具增长确定性的引擎之一。 

 
图 1  2017～2025 年新能源汽车产量及光伏装机情况 

数据来源：wind，中电联，大公国际整理 

二、 “十五五”规划下的政策赋能 

相较于“十四五”时期以技术培育、试点攻关为主的扶持模式，“十五五”规划（以

下简称“规划”）立足培育新质生产力、构建现代化产业体系、保障产业链供应链安全的

核心目标，针对高新技术产业出台了全方位、多层次、全链条的扶持政策，赋能功率半

导体的产业跃升。 

首先，规划提出要培育发展新型产业赛道，其中“加快宽禁带半导体产业升级，推

动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展”被明确列入新产业名单，形成对第三
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代半导体“提质升级”与第四代半导体“前瞻布局”的完整部署。同时，对于集成电路

等重点领域关键核心技术攻关，规划提出要“采取超常规措施”进行全链条推动以取得

“决定性突破”，标志着功率半导体作为集成电路产业的重要组成部分，已进入国家科

技攻关的最高优先级序列。 

其次，近年来，我国功率半导体产业取得了显著突破，在部分中低端产品领域及特

定细分市场逐步打破了由欧美日龙头企业长期主导的市场格局，但从全球竞争格局来看，

欧美日龙头企业凭借数十年的技术积淀、完整的 IDM 产业链体系以及在高性能器件领域

的先发优势，在高端功率半导体技术上仍保持着明显的领先地位。要缩小上述差距，就

要继续技术攻关，加大研发投入，这正是补齐底层能力短板、实现技术跨越的根本路径。

规划从研发投入规模、税收政策激励、金融支持等维度，对这一路径给出了系统性的政

策支持。 

 研发投入规模方面，“十五五”期间鼓励设立基础研究公益基金，实现研发费用占比

的明显提升，并加大对科研人才的长期稳定支持，尝试长周期资助模式，设定研发

经费投入年均增速大于 7%的增长目标。 

 税收政策方面，规划明确提出要提高研发费用加计扣除比例，这意味着功率半导体

企业在碳化硅晶圆制造、氮化镓器件设计、先进封装工艺等高投入研发活动中的实

际税负将进一步降低。 

 金融支持方面，规划提出要支持优质科技型企业进行上市融资，科创板自设立以来，

始终是功率半导体企业登陆资本市场的主渠道；同时，科创债为硬科技企业开辟“第

二融资通道”，规划首次将“高质量建设债券市场‘科技板’”纳入国家五年规划，

对功率半导体企业而言，科创债的意义在于为企业技术研发和产线建设提供了股权

融资之外的常态化资金来源；此外，还首次将“壮大耐心资本”写入五年规划，提

出要发挥国家创业投资引导基金作用，对于功率半导体这一典型“硬科技”领域，

从早期研发到量产爬坡往往需要长周期的持续投入，传统市场化的有限合伙型基金

受退出周期约束难以覆盖这一漫长阶段，而国家创业投资引导基金的长周期、大体

量特征有望实质性地解决这一匹配难题。 

最后，双碳战略与新型基础设施建设为功率半导体行业打开需求空间。“十五五”期

间，我国持续深化双碳战略，将新型能源体系初步建成立为主要目标，设定单位 GDP 二

氧化碳排放年均降低 17%的约束性目标，推进新型电力系统建设，风光一体化基地、新

型储能等重大项目落地，直接拉动高压大功率功率器件刚性需求。AI 算力中心新基建提

速拓宽高端功率器件应用场景，规划提出适度超前建设新型基础设施，其中包括一体化

算力网、数据基础设施等，在国家发改委新闻发言中还提到统筹建设算力网、新型电网

等“六张网”，算力需求与电力基础设施的双向扩张，为功率半导体供应商创造了全新的

增长空间。同时，新能源汽车高质量发展仍是功率半导体的核心引擎，规划将智能网联
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新能源汽车作为新兴产业重点发展，完善充换电等基础设施，将带动车规级功率半导体

的需求增长。 

三、 “十五五”期间功率半导体发展展望 

“十四五”时期，中国功率半导体产业完成了从“量的积累”向“质的蓄势”的关

键转变，展望“十五五”时期，在政策红利、市场需求和技术突破的共同驱动下，功率

半导体产业将迎来前所未有的黄金发展期。预计“十五五”时期，我国功率半导体市场

规模将进一步扩张，其中第三代半导体碳化硅和氮化镓功率半导体市场增速将更为显著。

技术层面，“十五五”时期第三代半导体将从“技术验证”全面转向“规模化应用”，同

时 12 英寸的碳化硅的研发与量产也已成为大势所趋，功率半导体的国产化率将进一步

提升。随着“十五五”规划对于第四代半导体的战略部署，预计“十五五”时期将成为

新一代半导体材料走向产业化的关键阶段，功率半导体的技术路线将从“硅基为主、三

代突破”向“硅基、三代、超宽禁带”多元并存的格局演进。 

整体来看，“十五五”规划为功率半导体行业铺设了一条从政策到资本、从研发到产

业的全链路赋能通道，“十五五”规划所释放的确定性信号——以超常规力度支持硬科

技、以耐心资本陪伴长周期创新正在重塑产业竞争格局。 
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